附件4
LED模组组装（SMT贴片机编程调试）

竞赛技术文件
LED模组产品在工艺组装流程中，线路板的贴片技术是产品最关键的工序之一，表面组装技术，简称SMT。作为新一代电子装联技术已经渗透到各个领域，SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、生产效率高等优点，SMT在电路板装联工艺中已占据领先地位,贴片车间主要的设备:印刷机、SPI、贴片机、回流焊、AOI等。SMT贴片机编程技术是SMT生产流程中最核心的技术，通过程序编写和优化使流水线实现高效率的自动化生产作业，并生产出合格产品。
一、竞赛考核基本能力
	序号
	能力描述

	1
	了解SMT工艺

	基本知识
	· 锡膏和红胶工艺：
SMT锡膏工艺，即表面贴装技术（Surface Mount Technology）中的锡膏焊接工艺，主要应用于对电子元器件进行焊接。锡膏由金属锡粉、助焊剂以及粘合剂等组成，可以提供良好的焊接性能，确保电子器件与印刷电路板（PCB）之间的可靠连接。
红胶工艺是一种采用特殊的热固性胶（通常为红色）将电子元器件固定在印刷电路板上的工艺。红胶具有良好的粘度、高温耐受性和良好的电气性能等特点，可确保电子元器件在PCB上的牢固固定。
单面和双面贴装工艺流程：单面贴装:
来料检测 => 丝印焊膏=>SPI =>贴片 =>回流焊接 =>AOI检测 => 返修
双面贴装:
来料检测 => PCB的A面丝印焊膏=>SPI =>贴片 => A面回流焊接 => AOI检测 => 返修=> 翻板=>  PCB的B面丝印焊膏=>SPI => 贴片 =>B面回流焊接  =>AOI检测 => 返修

	2
	熟悉各种贴片元件的封装类型及参数识别

	基本知识
	各种元件封装类型的识别： 封装类型是元件的外观尺寸和形状的集合，它是元件的重要属性之一，相同电子参数的元件可能有不同的封装类型，厂家按照相应封装标准生产元件以保证元件的装配使用和特殊用途。SMT编程人员需要熟悉各种元件的封装类型，以便使用对应的吸嘴和飞达型号、使用贴片机完成元件影像的建立、以及对有极性要求的元件进行方向识别。
· 常用元件的参数识别： 常用元件一般指电阻、电容等，因其具有相同的封装结构但参数不一样，如电阻需要识别电阻值、功率和误差，避免混用错用，从而导致产品出现不良甚至报废。

	3
	熟练掌握贴片机程序编写所需用到的软件、技术文件和操机技巧

	基本知识
	· 软件的使用：离线编程软件的使用、辅助软件的使用，如:CAM350
· 技术文件的认识：产品BOM文件、贴装坐标文件的认识和使用；
· 操机技巧：程序的正确调用和优化、元件数据库的建立和完善、

	4
	熟练掌握贴装所需的物料工具的安装使用方法

	基本知识
	· 吸嘴选用和安装：针对不同的元件封装结构选择合适的吸嘴以保障元件吸取正常；
· 飞达选用和安装：针对不同的元件封装结构选择合适的飞达并能熟练装好编带的的电子物料；

	5
	具备贴装产品的自检能力、不良品防控管理方法

	基本知识
	· 熟练掌握贴装可能产生的不良现象，如错贴、极反、漏贴、侧立、偏位等不良；
· 熟练掌握以上不良现象的基本预防措施；


二、竞赛考核内容
1.本次LED模组组装（SMT贴片机编程调试）竞赛，使用雅马哈贴片机型（YSM20R+YSM10）对指定产品进程编程调试，并试制出合格样品，围绕编程时长、程序周期时间、产品质量和规范操机四个方面进行综合评比，综合评分最高者胜出。
2.赛前举办方会提前3天提供BOM清单列表和坐标文件给参赛选手，参赛选手可提前制作好离线编程文件，并拷贝至U盘内（自行准备，并请杀毒或格式化后再拷贝），带入到比赛现场，赛前交给工作人员统一验收并做好标识；
3.赛前由工作人员将电子物料装入飞达并摆放在飞达车上，同时将5片已刷锡膏的PCB板交由参赛人员使用；
4.待工作人员做好准备工作以后即可开始比赛，裁判做好计时，每位参赛人员需要独立完成程序编写和优化，并试制出合格样品，并将自检合格后的样品交由工作人员即计时结束。
5.比赛现场有2条全新SMT流水线，可同时2人比赛，每条线体分别安排1名专业的裁判、品质、记时人员负责比赛现场的协助监督工作。


